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Abstract (en)

The device (1) has a nozzle unit (4) with glue outlet openings (6) and glue supply lines (11) that are selectively supplied with glue by glue valves (8).
Glue lines (10) introduce the glue from a glue chamber (9) to the valves. The supply lines are supplied with cleaning fluid i.e. water, via a connection.
A fluid chamber (13) is provided independent of the glue chamber and supplies the fluid. Fluid lines (12) are discharged in the glue lines or the glue
supply lines. A non-return valve (15) is associated to each fluid line. A spring supports a closing function in the non-return valve. An independent
claim is also included for a method for cleaning a device for applying glue on regions of paper and plastic webs or paper and plastic web sections.

Abstract (de)

Die Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf Bereiche von Papier- oder Kunststoffbahnen oder Papier-

oder Kunststoffbahnabschnitten zur Herstellung von Papiersacken. Diese Vorrichtung besteht aus einer Diiseneinheit mit mehreren
Leimaustritts6ffnungen und Leimzufihrleitungen sowie mit Leimventilen, Uber welche die Leimzufihrleitung selektiv mit Leim versorgbar sind,
weiterhin aus einer Leimkammer, mit welcher Leim bereitstellbar ist sowie weiteren Leimleitungen, mit welchen Leim aus der Leimkammer an
die Leimventile heranflhrbar ist, und einem Anschluss fur ein Reinigungsfluid, tber den zumindest Leimzufthrleitungen mit dem Reinigungsfluid
beaufschlagbar sind. Es ist eine von der Leimkammer unabhéngige Fluidkammer vorgesehen, mit welcher das Reinigungsfluid zufihrbar ist.
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